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Der Elektronenstrahl ist ein sehr flexibles Werk-
zeug, u.a. zur Bearbeitung von Oberflachen.
Besonders bei der Behandlung von Kunststof-
fen bietet er eine Fille von Modifikations- und
Variationsmaoglichkeiten.

Durch niederenergetisch beschleunigte Elekt-
ronenstrahlen konnen Oberflachen sterilisiert,
vernetzt oder anderweitig modifiziert (funktio-
nalisiert) werden. Dies wird durch Veranderun-
gen der Prozessparameter moglich.

So fiihrt eine Anderung der Beschleunigungs-
energie zu unterschiedlichen Eindringtiefen
der Elektronenstrahlen in das Material, eine
Differenzierung der eingestrahlten Energie-
dosis in Zeit und Menge zu unterschiedlichen
Prozessen im Substrat.

Zuflhrung von Reaktivgasen oder reaktiven
Precursoren bzw. die Kopplung mit anderen
Beschichtungsverfahren, wie der physikalischen
Gasphasenabscheidung (PVD), erlaubt die
Abscheidung von Deckschichten sowie chemi-
sche Modifikationen an der Oberflache.

Die Elektronenstrahimodifizierung von Kunst-
stoffen dient vor allem einer Verbesserung der
Haftung auf Oberflachen. Besonders in der
Druckindustrie beim Auftragen von Tinten,
beim Kompoundieren von Polymergranulaten
oder beim Aufbringen von Barriereschichten
fdr unterschiedlichste Anwendungen auf
Plastikfolien ist eine optimale Haftung von
entscheidender Bedeutung.
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Eigenschaften

Synthetische oder biopolymere Kunststoffe kénnen in ihren Eigenschaften an Ober-
flachen und Randschichten gezielt verandert werden. Die Modifikation folgender

Materialeigenschaften ist moglich:

= Mechanische Festigkeitswerte
(Harte, Dehnung, E-Modul, Biegesteifigkeit, Kerbschlagzahigkeit, Schmelzindex)
= Quell- und Loseverhalten

= Oberflachentopographie (glatt, rau)
m Benetzungsverhalten

= QOberflachenreaktivitat durch Einbringen chemisch reaktiver Gruppen oder Grafting

reaktiver Komponenten

= Haftvermogen von organischen Beschichtungen durch Co-Vernetzung von Schicht

und Substrat

Erganzend konnen funktionelle Beschichtungen die Materialeigenschaften andern.

Beschichtung

Vorbehandlung der Polymer-
substrate zur Haftverbesse-
rung fur Beschichtungen
z.B. Schutz- und Barriere-
schichten, Schichten zur

Oberflachenvergiitung, etc.

Verbundwerkstoffe

Steigerung der

Kompatibilitdt z.B. beim

Kompoundieren von

faserverstarkten Polymer-
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Medizintechnik

Biofunktionalisierung
von Oberflachen durch
Aufbringen von bioziden
oder biokompatiblen
Beschichtungen

Verpackung

Erhéhung der Festigkeit
oder Barrierewirkung
durch Nachvernetzung;
Keimminderung fir die
aseptische oder sterile

Verpackung

Oberflachenschutz

Veranderung der Ober-
flachentopographie
oder Aufbringen von

Schutzschichten gegen

Biofouling, Graffiti,
Witterung

Druckprodukt mit finanziellem

Klimabeitrag
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Technologie

Verschiedene niederenergetische
Elektronenstrahlquellen (alternativ UV-
und Plasmaquellen) zur Behandlung
von Oberflachen bis in tiefe Schichten
Hochenergetische Elektronenstrahl-
quellen (in Kooperation mit Part-
nern) zur Volumenbehandlung von
Festkorpern

Maéglichkeit an Luft, unter Schutzgas
oder mit Reaktivgasen und reaktiven
Precursoren (auch unter reduziertem
Umgebungsdruck) zu arbeiten
Zusatzlich PVD-/CVD-Beschichtung
mit unterschiedlichsten Materialien
maoglich

Unser Angebot

Wir bieten lhnen:

Vollstandige Technologieentwicklung
Auswahl geeigneter Elektronen-
strahlquellen und Testung fur lhre
Anwendungen

Konstruktion und Bau spezifischer
Systemkomponenten

Anpassung und Installation in neue oder
schon vorhandene Produktionsanlagen
Erarbeitung optimaler Prozessparameter
Technischer Anlagenservice

Langfristige Kooperation bei Neu- und
Weiterentwicklung von Produkten oder
Austausch von Anlagenkomponenten
Pilotversuche zur Elektronenbehandlung
(alternativ UV-, Plasmabehandlung) Ihrer
spezifischen Substrate

Begleitende Prozess- und
Produktanalytik
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